BEGEISTERUNG FUR ELEKTRONIK

LEITERPLATTEN
BAUGRUPPEN
Made in Germany

Datenblatt

Herstellung Leiterplatten, Dinnschicht

LFG

pcb & more

Basismaterialien

Standard FR4

Anzahl Lagen (typisch)
(hohere Lagenanzahl maglich)
min. End-Kupfer-Dicke
max. End-Kupfer-Dicke

Ty

bis 10

35 pm
105 pm
130/ 150170 =C

Layout

Strukturbreite
Strukturabstand

uml. Lastopplack-Freistelung
Keinster Loststopplack-Steg
kleinste Restringe

kleinste Bohrung (Via)
kleinster Frasradius

kleinster Ritzwinkel
Durchkaontaktierung
Kantenmetallisierung

125 pm
125 pm
50 pm
150 pm
125 pm
0,2 pm
250 pm
30"
> 20 pm
moglich

Oberflache

HAL bleifrei

HAL SnPb

chem. Zinn

chiem. NijAu
chem. Ag
Hartgold, Bond gold
Carbondrwck

Létstopplack

grin / schwarz f blau f rot ..
superweill (fir LED- Anwendungen )
Durchsteigerfiiller

abeiehbare Litabdeckmaske
Kaptonband, hitzebestandig bis 260°C

Kennzeichendruck

weill / gelb [ schwarz ...

Qualitatskontrolle

optische Kontrolle
AOT

elekirscher Test
Erstmusterpriifung

Daten

vorzugsweise Gerberdaten
Eagle
TARGET, PROTEL, Altium, etc.,

Zertifikate / Normen

150 9001:2015
IPC-A-600

andere Materialien und Ausfiihrungen auf Anfrage
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